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D
en explosiva tillväxten i data-
trafik gör att de fortlöpande 
prestandaförbättringarna i 
enlighet med Moores lag inte 
är tillräckliga för att uppfylla 

kraven på snabbare nätverk. Vad vi behö-
ver är ett smartare förhållningssätt till 
såväl kisel som programvara. 

Ett av de bästa sätten att öka pre-
standa i mobil- och datacenternät är att 
kombinera vanliga processorer med 
smarta kiselacceleratorer som ger en 
betydande strömlinjeformning av hur 
databitarna prioriteras och flyttas. Detta 
ger förbättrade nätverksprestanda och 
molnbaserade tjänster. 

Det växande datagapet 
En av de största utmaningarna som 
branschen står inför är det som LSI kal�-
lar “the data deluge”, som lite fritt kan 
översättas till det växande datagapet. 
Begreppet syftar på skillnaden mellan en 
årlig tillväxt på 30–50 procent vad gäller 
behovet av datanätverk och -lagring 
å ena sidan och IT-budgetarnas årliga 
ökning på 5–7 procent å andra sidan. 
Övergången till molnbaserade tjänster 
och det kraftigt växande användandet 
av datalagring leder till en exponentiell 
tillväxt av mängden nätverksdata till 
och från molnet. När datatrafiken växer 
mycket snabbare än infrastrukturen som 
är tänkt att stödja den, tvingas nätverks-

ansvariga att hitta nya, smarta sätt att 
öka kapaciteten. 

Nätverken för molnbaserade data-
center byggdes en gång med de tekniker 
som fanns att tillgå, och prestanda 
förstärks idag med råstyrka, dvs. man 
lägger till mer maskinvara som servrar, 
växlar, processorkärnor och minne. Den 
här metoden är dock dyr och ohållbar, 
eftersom maskinvarukostnaderna växer 
i takt med golvutrymmet samt kraven 
på kylning och el inte löser problemet 
med fördröjningar (latens) i nätverken. 
Om man i stället lägger till ”intelligens” 
i form av smartare kisel kan man ef-
fektivisera behandlingen av de data-
paket som strömmar genom mobil- och 
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datacenternäten. Mer specifikt innebär 
smart kisel att nästa generations nätverk 
kan tolka hur kritiska data är och sedan 
hantera, prioritera och skicka dem på 
sätt som minskar den totala trafiken och 
effektiviserar leveransen av viktig digital 
information, till exempel realtidsdata för 
ljud och bild. 

Smartare nätverk 
I nätverkens infrastruktur dominerar 
vanliga datorprocessorer – allmänproces-
sorer – som idag allt oftare har mer än en 
kärna. Dessa processorer driver växlar 
och routrar, brandväggar och belast-
ningsutjämnare, WAN-acceleratorer och 
VPN-gateways. Inget av dessa system är 
dock tillräckligt snabbt för att på egen 
hand minska det växande datagapet.  Or-
saken till detta är enkel: allmänprocesso-
rerna är utformade för en beräkningsori-
enterad belastning på servernivå och inte 
för att hantera den unika, nätverksba-
serade belastning som vi möter i dagens 
och framtidens infrastrukturer. Smart ki-
sel, däremot, kan förkorta genomström-
ningstiden vid arbetsbelastning i realtid, 

till exempel paketbehandling, samtidigt 
som prestanda anpassas till det växlande 
trafikbehovet. 

I regel innebär tillämpningen av smart 
kisel att flerkärniga allmänprocessorer 
kompletteras med flera accelerations-
motorer som svarar för vanligt förekom-
mande nätverksfunktioner, exempelvis 
paketklassificering med djupgående 
paketinspektion samt säkerhets- och 
trafikhantering. Vissa av dessa accelera-
tionsmotorer är så kraftfulla att de helt 
kan ta över specialiserade paketbehand-
lingsuppgifter från de vanliga proces-
sorerna. Med andra ord utförs växling, 
vägval och andra nätverksfunktioner 
enbart i snabba sökvägsacceleratorer så 
att man får väsentligt förstärkta nät-
verksprestanda. En sådan avlastning av 
en beräkningsintensiv arbetsbelastning 
till accelerationsmotorer optimerade 
för en viss typ av uppgifter kan också 
ge betydande prestandaförsprång per 
förbrukad watt jämfört med allmänpro-
cessorerna.

Skräddarsytt smart kisel kan vara ett 
högintressant alternativ för de leveran-

törer av nätverksutrustning 

som vill skaffa sig en unik konkurrensför-
del genom att integrera egenutvecklade 
optimeringar. Så kan till exempel leve-
rantörens egen, unika lösning integreras 
i kisel för att ge fördelar framför allmän-
processorer och tillhandahålla bland 
annat optimerad basbandsbehandling, 
djupgående paketinspektion och trafik-
hantering. En sådan omfattande integra-
tion kräver ett nära samarbete mellan 
leverantörerna av nätverksutrustning 
och halvledarföretagen. 

Morgondagens datacenternät be-
höver bli både snabbare och plattare 
och därmed smartare än någonsin. Ett 
av de största problemen att lösa vad 
gäller virtuella datacentra i megaformat 
är kontrollplanets skalbarhet. För att 
möjliggöra datacentra i molnstorlek 
måste kontrollplanet antingen skalas upp 
eller ”skalas ut”. Enligt den traditionella 
uppskalningsmodellen lägger man till 
ytterligare, eller starkare, beräknings-
motorer, accelerationsmotorer eller båda 
för att hjälpa till att förstärka kontroll-
planets prestanda. Enligt nya så kal�-
lade utskalningsarkitekturer som SDN 
(Software Defined Networking) avskiljs i 
stället kontrollplanet från dataplanet och 
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Datagapet mellan behovet av 
datanätverk och -lagring å ena 
sidan och de faktiska IT-inves-
teringarna å den andra blir bara 
större.



körs sedan i regel på standardservrar. 
I båda dessa arkitekturer kan smarta, 
flerkärniga kommunikationsprocessorer 
som kombinerar allmänprocessorer med 
specialiserad maskinvara i form av ac-
celerationsmotorer dramatisk förbättra 
kontrollplanets prestanda. Ofta kan en 
del funktioner, som paketbehandling och 
trafikhantering, överföras till linjekort 
försedda med dessa specialbyggda kom-
munikationsprocessorer. 

Även om effekten av separationen 
mellan kontroll- och dataplanen kan 
ifrågasättas, är det tydligt att SDN kräver 
smart kisel för att kunna uppfylla sitt 
löfte om skalbara prestanda. 

Smartare lagring 
Även i lagringen kan smartare kisel 
hjälpa till att överbrygga det växande 
datagapet. Problempunkterna vad gäller 
indata och utdata för lagring hänger ihop 
med mekaniken i hårddiskarnas (HDD) 
skivor och aktuatorarmar och den övre 
hastighetsgränsen för överföring av data 
från diskarna. Detta framgår av skillna-
den på fem gånger i I/O-latens mellan 
minnet (vid 100 nanosekunder) och en 
tier 1-hårddisk (vid 10 millisekunder).  

En annan begränsning är mängden 
minne som stöds av traditionella cach-
ningssystem (mätt i gigabyte), som utgör 
en bråkdel av ett enstaka skivminnes 
minne (mätt i terabyte). Båda har ett be-
gränsat utrymme för prestandaförbätt-

ringar, förutom att öka antalet gigabyte 
i det dynamiska arbetsminnet (DRAM) i 
cachningsmekanismerna eller lägga till 
fler av dagens snabba hårddiskar. 

Halvledarminnen i form av NAND-
flashminnen är, å andra sidan, särskilt 
effektiv när det gäller att lösa problemet 
med den här betydande flaskhalsen och 
ger en mycket snabb, minnesliknande 
I/O-hantering med en kapacitet på hård-
disknivå. Smart kisel kan här erbjuda so-
fistikerad slitageutjämning, skräpinsam-
ling och unika datareduceringsmetoder 
som ger flash-minnet en större uthållig-
het och förbättrade felkorrigeringsal-
goritmer för RAID-liknande dataskydd. 
Flash-minnen hjälper till att minska 
både kapacitets- och fördröjningsgapet 
(latensen) mellan DRAM-cachningen och 
hårddiskarna, vilket framgår av diagram-
met nedan.  

Halveldarminnen ger i regel de största 
prestandavinsterna när accelerations-
kortet för flash- cachning monteras 
direkt på serverns PCI Express®-buss 
(PCIe). Inbäddad eller värdbaserad, 
smart cachningsprogramvara används 
för att överföra ”heta data” till flash-
minnet, där data kan kommas åt på 20 
mikrosekunder, vilket är 140 gånger 
snabbare än en nivå 1-hårddisk (med åt-
komsttiden 2 800 mikrosekunder). Vissa 
av dessa kort stödjer flera terabyte med 
halvledarminnen. En ny typ av lösning 
erbjuder nu både internt flash-gränssnitt 

och SAS-gränssnitt (Serial-Attached 
SCSI), så att man kan kombinera hög-
presterande halvledarminnen och hård-
disklagring med RAID. Ett PCIe-baserat 
accelerationskort för flash kan förbättra 
databasprestanda fem till tio gånger i 
DAS- och SAN-miljöer.  

Smart kisel utgör kärnan i alla dessa 
lösningar. Utan att samarbeta med 
halvledartillverkarna kommer systemle-
verantörerna inte att klara av att minska 
det växande datagapet.  n

     

Flashminnet hjälper till att minska 
både kapacitets- och fördröjnings-
gapet mellan dynamiskt minne i en 
cachningsmekanism och snabba 
hårddiskar.
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